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MODELO
DE
UTILIDAD

a favor de COMPANIA DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A.,
entidad espafiola, domiciliada en Barcelona, Calle Roberto

Bassas, 32 por "CIRCUITO IMPRESO DE CAPAS MUOLTIPLES".

MEMORIA DESCRIPTIVA
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La presente invencién se refiere a un circuitb;im-
preso de capas mﬁltlples gracias al cual es p051b1e oE%?ﬁbr
una pluralidad de circuitos conectados entre sf ocupandg.un
espacio muy reducido. ' | s

5. Los circuitos impresos se utilizan en todo taps
de aparatos eléctricos y electrénicos, si bien hasta ahor; se
montan en placas separadas entre si. Por ello a pesar del gon-
siderable espac1o(que3ha conseguido reducirse en relac16; é
las instalaciones conﬁencionales de circuitos todavia existe

10. la posibilidad de simplificar mé&s este tipo de instalaciones




10,

15.

20.

25.

Esta simplificacién se consigue por medio del cir-
cuito impreso de capas mlltiples objeto de la invencién
caracterizado esencialmente por el hecho de que consta‘de
un paquete de placas, cada una de las cuales es portadora en
cada una de sus caras de un circuito impreso, cuyas placas se
hallan reunidas formando un blogue compacto y aisladas entre
sf por medio de capas dieléctricas interpuestas entre ellas.
Los circuitos impresos de las placas estédn interconectados a
través de taladros revestidos interiormente con capas met&li-
cas, cuyos taladros atraviesan el bloque de placas, de forma
que las capas metéllcas efectuén aquella 1nterconex16n.

Es una reallzaclén preferida las paredes internas

" de los taladros que atraviesan el bloque de placas y los di-

versos circuitos a conectar, presentan ventajosamente las
zonas dieléctricas rebajadas, a fin de faciiitar la trabazén
de las capas metélicas de interconexién.

Para la mejor comprensién de cuanto queda descrlto
en la presente memoria descriptiva, se acompafian unos dlbuJos
en los que, tan sélo a titulo de ejemplo, se representa“un ca-
so préctlco de realizacién del objeto de la 1nvenc16ﬁ£ﬁ:;

En dichos dibujos, la figura 1 es una vista ep*secci(
transversal a gran escala de un bloqué'de placas con. unp.de
los taladros antes de ser revestido con las capas met@liéas
de interconexién; la figura 2 es una vista similar si g;en las
zonas dieléctricas del orificio aparecen rebaJadas y - la Elgu—
ra 3 es wna seccién igual a las anteriores si b1en e1 or1f1c1o

estéd revestido con las capas metélicas.

E1l circuito impreso de capas mfltiples descrito
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consta en los dibujos de dos placas dieléctricas -1- que en
ambas caras présentan los correspandientes circuitos impre- .
sos -2-, Estas dos placas estén separadas entre si por ﬁna
capa dieléctrica -3~ que las une formando un bloque. En puntos
determinados el bloque est& atravesado por taladros -4-. Las
paredes internas deestos taladros presentan las zonas die-
léctricas -2- y -3- formando unos rebajes -5-, para la fina-
lidad que se especificari mis adelante. Los orificios -4-
estin revestidos por una capa metélica —6-,‘que establece co-
nexién con los distintos circuitos -2-. Esta primera capa
esté a su vez recubierta por otra -7-, también metélica, que
refuerza la accién de la primera, tanto por 1o que se refiere
a la conexién como por lo.que concierne al aspecto mecénico
o de unién entre las placas que constituyen el bloque.

ES evidente que puede variar el nimero de placas
-1~ que mmponen el bloque, y ello dependé de las necesidades
concretas de cada instalacién. Asimismo, los taladros —4-
se efectfian en nlmero y posicién convenientes a aquelhéé;
necesidades. “E“

Resulta evidente el espacio que consigue reﬁygﬁise
con la utilizacién de este tipo de circuitos, facilitén@ose
la interconexién de los circuitos mediante las capas metéli-
cas que revisten a los taladros y haciendo innecesario- ctro
tipo de conexién convencional. o

Con el fin de asegurar la unién de 1los revestimien-
tor internos -6- a los orificios, se han previsto los ;eﬁzses
-5-, de forma que aquellos revestimientos encajan en los mis-

mos evitando cualquier posible desprendimiento.
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Serén independientes del objeto de la invencién los
materiales empleados en la construccién de las distintas.pieza
que componen el circuito impreso descrito, formas y dimensione
de las mismas y cuantos detalles accesorios puedan presentarse

siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

NOTA

Se reivindica como objeto del presente modelo de
utilidad:

1. Circuito impreso de capas mfiltiples, que consiste
esencialmente en un paquete de placas, cada una de las cuales
es portadora de un circuito impreso en cada una de sus caras,
cuyas placas de hallan reunidas formando un bloque compacto
y aisladas por capas dieléctricas interpuestas entre las misme
los circuitos imprésos de las cuales se hailan interéépéctados
a través de taladros que atraviesan el conjunto por éﬁé:puntos

v o

correspondientes y se hallan recubiertos interiormente® por

[N

capas metédlicas que efectfian aquella ihterconexién.

2, Circuito impreso de capas maltiples, segﬁﬁ;ia
reivindicacién anterior, carécterizado por el hecho déiéﬁe las
paredes internas de los orificios que atraviesan los divérsos
circuitos a conectar presentan ventajosamente las zon%?xgie—
léctricas ligeramente rebaja&as, a fin de facilitar la trabazé
de las capas metélicas de interconexién.

3. Circuito impreso de capas méiltiples.




la presente memoria descriptiva consta de cinco
hojas foliadas escritas a mdguina por una sola cara.
Barcelona, 9 de marzo de 1972

coMPARTA DE ELECTRONICA Y COMUNI-
CACIONES, S. A.
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